WURTH ELEKTRONIK MORE THAN YOU EXPECT

WARMEMANAGEMENT

Standard Designregeln
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Kombination Microvia, Buried Via als Thermovias Thermovias gefullt (riled & capped via, IPc-4761, Type Vi)
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Thermische Simulation

Positive Sollbruchstellen Negative Sollbruchstellen Leiterplatte 2 Lagen, 1,6 mm, verbessertes Layout, Leiterplatte 2 Lagen, mit Heatsink, 1,6 mm,
Bruchstelle befindet sich im Fraskanal Bruchstelle innerhalb der Leiterplattenkontur. ohne Thermovias verbessertes Layout, mit Thermovias
auBerhalb der Leiterplattenkontur. Zusatzliche Zwischenstege zur Stabilitat des

Eine thermische Simulation der Leiterplatte kann helfen,

Nutzens bendtigt den besten Leiterplattenaufbau und das optimale Layout auszuwadhlen.

FORDERN SIE IHR ANGEBOT
_ AN FUR EINE WARMESIMULATION:
www.we-online.com THERMAL@WE-ONLINE.COM
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